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10 kHzから 65 kHzを周波数帯域に持つ Knowles 
Acoustics SPM0404UD5を用いた．さらに，60 dB
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を 10 mm， 500 mmとして受信した．薄板には 10 
kHzの狭帯域バースト波を 10 ms励振し，音波信
号を測定した．レーザ照射開始時刻を 0とし 30 ms
までの時間波形とその周波数スペクトルを図 3に
示す．図 3(a)の受信された波形を見ると 10 mmの
場合と， 500 mmの場合で全く異なる波形が確認





















































図 4 マイクユニットの遮光 
 
 













mm× 500 mm× 3 mmのアルミニウム合金板裏
面に，幅 2 mm，深さ 1.5 mmのノッチによる“K”
を損傷として彫ったものを用いた．損傷画像を取
得するレーザ照射領域は損傷部分を含む80 mm× 









図 6 薄板の非接触損傷画像化の実験装置概要図 
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